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(54) Kochplatte mit elektrisch leitfdhiger Keramikplatte

(57)  Bekannt ist eine Kochplatte mit einer Keramik- geordnet ist. Um mit einfachen Mitteln die elekirische
platte, deren Oberseite als Abstellflache fir ein zu be- Sicherheit der Kochplatte gewahrleisten zu kénnen, be-
heizendes Garbehaltnis dient und an deren Unterseite steht die Keramikplatte aus thermisch und elektrisch
eine elektrisch isolierende Isolatorschicht angeordnet leitfahigem Material, wobei die Keramikplatte geerdet
ist, deren Unterseite ein elekirisches Heizelement zu- ist.

/’I

7, 7

AN

A
\
DB

N AN

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 0 951 202 A2 2

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Koch-
platte mit einer Keramikplatte, deren Oberseite als Ab-
stellflache flr ein zu beheizendes Garbehaltnis dient
und an deren Unterseite eine elekirisch isolierende |so-
latorschicht angeordnet ist, deren Unterseite zumindest
ein elektrisches Heizelement zugeordnet ist.

[0002] Eine derartige elekirische Heizplatte ist be-
kannt aus der Druckschrift DE 41 09 569 A1. Diese Heiz-
platte fur einen elekirisch betriebenen Kochherd umfait
eine als Kochflache dienende Deckschicht aus gut war-
meleitendem, elektrisch nicht oder nur schlecht leiten-
dem keramischen Material. Unterhalb der Deckschicht
ist eine elektrisch isolierende Emailleschicht vorgese-
hen, auf deren Unterseite eine Heizleiteranordnung auf-
gedruckt ist. Zur Steigerung der Sicherheit dieser Heiz-
platte ist nicht die Dicke der elektrisch isolierenden
Emailleschicht oder der Deckschicht vergréBert, son-
dern zwischen der Deckschicht und der Emailleschicht
eine geerdete Metallplatte angeordnet.

[0003] Eine entsprechende Kochplatte aus Glaskera-
mik ist aus der Druckschrift DE 31 05 065 A1 bekannt.
Dort ist wegen der mit steigender Temperatur zuneh-
menden elektrischen Leitfdhigkeit der Glaskeramik zur
Steigerung der Betriebssicherheit der Kochplatte auf
der Unterseite der Glaskeramik-Platte eine geerdete
metallische Schicht aufgedampft oder aufgespritzt.
[0004] Weiterhin ist aus der Druckschrift DE 195 10
989 A1 eine Bauteilkombination fiir elekirische Heizplat-
ten bekannt, bei der ein elektrisches Widerstandsele-
mente, eine elekirisch isolierende Schicht und eine
Warmetragerplatte Ubereinander angeordnet sind. Da-
bei besteht die Warmetragerplatte wenigstens zum Teil
aus einem thermisch und elektrisch leitfahigen Metall-
Matrix-Verbund-(MMC)-Material.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
Sicherheit bei einer Kochplatte nach dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1 mit einfachen Mitteln zu ver-
bessern.

[0006] Erfindungsgeman ist dies dadurch erreicht,
dafB die Keramikplatte aus thermisch und elekirisch leif-
fahigem Material besteht, und daf die Keramikplatte ge-
erdet ist. Es ist also auf die bisher bekannten Lésungs-
wege verzichtet, namlich zur Steigerung der elekitri-
schen Sicherheit von Kochplatten auf eine besonders
stabile und gut isolierende Isolationsschicht zwischen
der Keramikplatte und dem Heizelement oder auf eine
zusatzliche geerdete Metallschicht zwischen der Kera-
mikkochplatte und der Isolatorschicht. Im Fehlerfall wird
auf besonders einfache Weise die elektrische Leiffahig-
keit der Keramikplatte selbst genutzt. Sollte die leiffahi-
ge Keramikplatte aufgrund eines Isolationsfehlers an
Spannung gelegt sein, wird durch die ErdungsmaBnah-
me die an sich bekannte Sicherung der Kochplatte bzw.
des Haushaltes ausgeldst.

[0007] Infolge der Erdung der Keramikplatte kann die
Dicke der Isolatorschicht geringer als etwa 1 mm sein.
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Dies ist zum einen fir die Sicherheit der Kochplatte vél-
lig ausreichend und zum anderen kdnnen geringe
Schichtdicken realisiert werden, die bei der Temperatur-
beanspruchung der Kochplatte weniger zum Abplatzen
oder Abspringen neigen. Weiterhin hat eine dlinne Iso-
latorschicht geringere Warmeverluste zur Folge.
[0008] GemaRB einer bevorzugten Ausfihrungsform
ist die Keramikplatte aus einem Metall-Matrix-Verbund-
(MMC)-Material. Derartige Verbundkeramiken beste-
hen beispielsweise aus einem pordésen Grundkdrper
aus Siliziumkeramik, der mit einem Metall, beispielswei-
se Aluminium, getrankt ist. Durch die Auswahl der Zu-
sammensetzungen dieses Verbundmaterials lassen
sich dessen Eigenschaften gezielt hinsichtlich mecha-
nischer, thermischer und elektrischer Eigenschaften be-
einflussen. Dadurch wird es beispielsweise méglich ei-
ne Anpassung der Warmeausdehnungseigenschaften
der Keramikplatte bzw. Warmetragerplatte an die des
Isolationsmaterials zu erreichen. Insbesondere kénnen
elekirische Anschlisse zur Erdung der Platte bereits
beim HerstellungsprozeB der Keramikplatte realisiert
werden. Weitere vorteilhafte Eigenschaften ergeben
sich aus der Druckschrift DE 195 10 989 A1.

[0009] Um ein sicheres Ausldésen der Sicherung der
Kochplatte zu garantieren, betragt der spezifisch elek-
trische Widerstand der Keramikplatte héchstens etwa
0,35 Q mm?2 /m, was dem von typischen Eisen ent-
spricht. Durch eine geeignete Zusammensetzung der
Verbund-Keramik kann die bei den jeweiligen Gegeben-
heiten erforderliche elektrische Leiffahigkeit gezielt rea-
lisiert werden.

[0010] Nachfolgend istanhand einer stark vereinfach-
ten Schnittdarstellung ein Ausfihrungsbeispiel der er-
findungsgeméaBen Kochplatte beschrieben.

[0011] Eine kreisférmige Kochplatte 1 ist zum Einset-
zen in ein an sich bekanntes Kochfeld, beispielsweise
mit einer Glasplatte mit entsprechenden kreisférmigen
Ausnehmungen vorgesehen. Die Kochplatte 1 weist ei-
ne Dreischichtstruktur auf. Die oberste Schicht ist durch
eine das Kochgeschirr tragende Keramikplatte 3 aus
Metall-Matrix-Verbund-(MMC)-Material gebildet, die
mittlere Schicht ist eine Isolatorschicht 5 aus Alumini-
umoxid (Al,O3) und die unterste Schicht ist durch eine
untere Heizleiterschicht 7 gebildet. Der Heizleiter 7 ist
mittels Drucktechnik auf die Unterseite der Isolator-
schicht 5 aufgebracht. Die Dicke der Isolatorschicht 5
betrdgt etwa 0,7 mm. Die Keramikplatte 3 weist einen
spezifischen elektrischen Widerstand von deutlich ge-
ringer als 0,35 Q mm?2 /m auf. Im Fehlerfall wird beim
elekirischen Durchschlag vom Heizleiter 7 auf die Ke-
ramikplatte 3 infolge deren Erdung eine an sich bekann-
te nicht gezeigte Sicherung der Kochplatte 1 ausgeldst.

Patentanspriiche

1. Kochplatte mit einer Keramikplatte, deren Obersei-
te als Abstellflache flr ein zu beheizendes Garbe-
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haltnis dient und an deren Unterseite eine elektrisch
isolierende Isolatorschicht angeordnet ist, deren
Unterseite ein elekirisches Heizelement zugeord-
net ist, dadurch gekennzechnet, daf3 die Keramik-
platte (3) aus thermisch und elekirisch leiffdhigem &
Material besteht, und daB3 die Keramikplatte (3) ge-
erdet ist.

Kochplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Dicke der Isolatorschicht (5) ge- 10
ringer als etwa 1 mm ist.

Kochplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daf3 die Keramikplatte (3) aus ei-
nem Metall-Matrix-Verbund-(MMC)-Material be- 75
steht.

Kochplatte nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB3 der spezifische elektrische Wi-

derstand der Keramikplaite (3) héchstens etwa 20
0,35 Q@ mm2/m betragt.
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